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1. 研究目的

　ハイブリッド結合器は，半導体電力増幅器，アレーアンテナ給電系，ミキサや半導体移相器などに多用される．なかでもストリップ線路やマイクロストリップ線路で構成される平面的な構造の結合器は半導体デバイスとの整合性がよく，デバイスの小型化に不可欠である．しかし，高周波数帯においては線路幅が波長に比べて無視できなくなり性能が劣化する．ここでは，平面回路の導入による結合器の高周波数化について研究する． 
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概要と特長
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　広帯域なハイブリッド結合器として，３ブランチライン型の結合器がある．図1に従来の結合器の内導体形状を示す．3本の分岐線路(ブランチライン)と，それらを接続する4本の伝送線路から成る．各線路長は設計中心周波数において1/4波長である．端子1からの入力波は等分配され，端子3および端子4に位相差90度で出力される．しかし，T-分岐部が幅の広い(W1)低特性インピーダンス(35Ω)線路で構成されるため，高周波数帯では電磁界が乱れ，性能が劣化する．
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ここでは，図2に示す線路幅の広い内導体の1/4波長低特性インピーダンス線路を，これに等価な，線路両端の幅(Wo)の狭い1/4波長の低特性インピーダンス回路により置換した．図3に等価回路の形状を示す．三角形パッチとストリップからなる平面回路で構成されており，これを組み合わせると，T-分岐部の幅の狭い形状の内導体回路を得ることができ，高周波数化を達成できる．
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図4は等価平面回路で構成した試作結合器の内導体の形状である．中心周波数においてWoが0.1波長になる高周波数帯で動作するように設計されている．結合器の比帯域幅は24%である．

３．応用の可能性
従来，結合器は，一様な線路幅の伝送線路，あるいは，それらの組み合わせで構成されていた．ここでは一例として，伝送線路を平面回路で置換するハイブリッド結合器の高周波数化について示した．平面回路の導入は，ハイブリッドに限らず，種々の電力分配器の小型化，高周波数化にも有効である．
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